
序号 极限能力（样品） 极限能力（中小批量）

1 普通FR-4 品牌：生益、国际、建滔、联茂 品牌：生益、国际、建滔、联茂

2 特殊材料
普通Tg、FR-4(无卤素）、高Tg FR-4(无卤素）、高Tg
FR-4、陶瓷粉填充高频材料、聚四氟乙烯高频材料

普通Tg FR-4(无卤素）、高Tg FR-4(无卤素）、高Tg FR-4、陶瓷
粉填充高频材料、

3 产品类型 刚性板
多层埋盲孔、电源厚铜、盘中孔（电镀铜塞孔、树脂
塞孔）、树脂塞孔（非盘中孔）、金属包边、半孔、
线圈绕阻

 多层埋盲孔、电源厚铜、盘中孔（树脂塞孔）、树脂塞孔（非盘
中孔）、金属包边、半孔、线圈绕阻

4 叠层方式 盲埋孔类型 同一面压合≤3次 同一面压合≤2次

5 无铅
无铅喷锡、、沉金（ENIG)、沉锡、沉银、OSP、
ENIG+OSP、化学镍钯金（ENEPIG)、

无铅喷锡、沉金（ENIG)、沉锡、沉银、OSP、化学镍钯金
（ENEPIG)

6 有铅 有铅喷锡 有铅喷锡

7 喷锡 2-40UM（0.4UM大锡面处） 2-40UM（0.4UM大锡面处）

8 沉金 镍厚：3-5UM；金厚；0.025-0.1UM 镍厚：3-5UM；金厚；0.025-0.1UM

9 沉锡 ≥1.0UM ≥1.0UM

10 沉银 0.1-0.3UM 0.1-0.3UM

11 OSP 0.2-0.5UM 0.2-0.5UM

12 化学镍钯金 镍厚：3-5UM；钯：0.05-0.1UM;金厚；0.025-0.1UM 镍厚：3-5UM；钯：0.05-0.1UM;金厚；0.025-0.1UM

13 碳油 0.1-0.35UM 0.1-0.35UM

14 绿油
15-25UM（铜面盖油）、8-12UM（过孔及线边缘盖油）
（一次）

15-25UM（铜面盖油）、8-12UM（过孔及线边缘盖油）（一次）

15 蓝胶 0.2-0.5MM（常规）,特殊的可以增加丝印次数达到要求0.2-0.5MM（常规)，特殊的可以增加丝印次数达到要求

16 0.10-6.2mm（对应钻刀为0.15-6.3mm） 0.15-6.2mm（对应钻刀为0.2-6.3mm）

17
PTFE材料及混压最小成品孔径0.35mm（对应钻刀为
0.45mm）

PTFE材料及混压最小成品孔径0.35mm（对应钻刀为0.45mm）

18 机械盲埋孔直径≤0.2mm（对应钻刀≤0.3mm） 机械盲埋孔直径≤0.2mm（对应钻刀≤0.3mm）

19 槽孔直径最小0.5mm（对应钻刀0.6mm） 槽孔直径最小0.5mm（对应钻刀0.6mm）

20 绿油塞孔最小孔径≤0.3mm（对应钻刀≤0.4mm） 绿油塞孔最小孔径≤0.3mm（对应钻刀≤0.4mm）

21 树脂塞通孔的成品孔径范围0.1-0.4mm(压合方式) 树脂塞通孔的成品孔径范围0.1-0.4mm（压合方式）

22 电镀铜塞孔最小孔径≤0.2mm /

23 1/3半孔 外形线处与孔壁距离≥0.17mm 外形线处与孔壁距离≥0.2mm

24 半孔 成品孔径≥0.5mm 成品孔径≥0.6mm

25 激光孔直径 / /

序号 极限能力（样品） 极限能力（中小批量）

26 成品0.1mm（板厚≤1.0mm） 0.15mm（板厚≤1.0mm）

机械孔直径（成品）
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27 板厚钻孔比最大：15：1（≥0.2mm刀径时）
板厚钻孔比最大：12：1（＞0.2mm刀径时）
（0.2mm刀径为10：1）

28 孔位精度公差 ±3mil ±3mil

29 PTH孔径公差 ±3mil ±3mil

30 免焊器件（压接孔）孔径公差 ±2mil ±2mil

31 NPTH孔径公差 ±2mil ±2mil

32 树脂塞孔孔径（成品）与板厚关系 板厚钻孔比最大：12：1（≥0.2mm刀径时） 板厚钻孔比最大：8：1（≥0.2mm刀径时）

33 锥形、阶梯孔角度公差 ±10° ±10°

34 锥形、阶梯孔孔口直径公差 ±0.2mm ±0.2mm

35 锥形、阶梯孔深度公差 ±0.2mm ±0.2mm

36 异形槽孔公差（铣孔） ±0.15mm ±0.15mm

37 深度控制铣槽（边）或盲槽精度（NPTH) ±0.2mm /

38 铣槽槽孔最小公差 ±0.15mm ±0.15mm

39 机械过孔余环最小
14mil（8mil孔径、18/35UM底铜）、20mil（8mil孔径
、70UM底铜）、24mil（8mil孔径、105UM底铜）

18mil（8mil孔径、18/35UM底铜）、24mil（8mil孔径、70UM底
铜）、26mil（8mil孔径、105UM底铜）

40 零件孔余环最小
20mil（8mil孔径、18/35UM底铜）、24mil（8mil孔径
、70UM底铜）、26mil（8mil孔径、105UM底铜）

22mil（8mil孔径、18/35UM底铜）、26mil（8mil孔径、70UM底
铜）、28mil（8mil孔径、105UM底铜）

41 沉金、沉锡、沉银、OSP：≥8mil 沉金、沉锡、沉银、OSP：≥8mil

42 喷锡：线路独立处≥10mil，铜面开窗处：≥14mil 喷锡：线路独立处≥12mil，铜面开窗处：≥16mil

43 焊盘公差 .+/-1.5mil（焊盘≤10mil);+/-10%（焊盘＞10mil) .+/-1.5mil（焊盘≤10mil);+/-10%（焊盘＞10mil)

44  1/3OZ、1/2OZ        3/3mil  1/3OZ、1/2OZ        3/3mil

45 1OZ                  3/4.5mil 1OZ                  3/4.5mil

46 2OZ                  6/7mil 2OZ                  6/8mil

47 3OZ                  8/11mil 3OZ                  8/12mil

48 4OZ                  8/12mil 4OZ                  9/13mil

49 1/3OZ                3/3mil 1/3OZ                3/3.5mil

50 1/2OZ                3/4mil 1/2OZ                3.5/4.5mil

51 1OZ                  4/5.5mil 1OZ                  4.5/6mil

52 2OZ                  6/8mil 2OZ                  6.5/8mil

53 3OZ                  8/12mil 3OZ                  8/13mil

54 4OZ                  9/13mil 4OZ                  10/14mil

55 5OZ                  11/17mil 5OZ                  12/18mil

56 ≤10mil:±1mil ≤10mil:±1.5mil

57 ＞10mil:±1.5mil ＞10mil:±2.0mil

58 钻孔到导体最小距离（埋盲孔） 8mil(一次压合）、9mil(二次压合）、10mil(三次压
合）、

9mil(一次压合）、10mil(二次压合）、

59 钻孔到导体最小距离（非埋盲孔） 6mil（＜8层），7mil（8-12层），8mil（≥14层) 7mil（＜8层），8mil（8-12层），9mil（≥14层)

序号 极限能力（样品） 极限能力（中小批量）
60 外形线到内外层线路图型距离 8mil 8mil

外层（基材）
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线宽/线距能
力
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61
H≤1.0mm：0.3（20°），0.33（30°），0.37（45
°），0.42（60°）

H≤1.0mm：0.3（20°），0.33（30°），0.37（45°），0.42
（60°）

62
1.0＜H≤1.6mm：0.36（20°），0.4（30°），0.5
（45°），0.6（60°）

1.0＜H≤1.6mm：0.36（20°），0.4（30°），0.5（45°），
0.6（60°）

63
1.6＜H≤2.4mm：0.42（20°），0.51（30°），0.64
（45°），0.8（60°）

1.6＜H≤2.4mm：0.42（20°），0.51（30°），0.64（45
°），0.8（60°）

64
2.4＜H≤3.0mm：0.47（20°），0.59（30°），0.77
（45°），0.97（60°）

2.4＜H≤3.0mm：0.47（20°），0.59（30°），0.77（45
°），0.97（60°）

65
IC做阻焊桥（绿）的最小线路IC间距及对
应基材铜厚

6mil（1/3OZ）、7mil（H/HOZ）、8mil（1/1oZ） 6mil（1/3OZ）、7mil（H/HOZ）、8mil（1/1oZ）

66 内层隔离带最小宽度 8mil 8mil

67 内层板边不露铜的最小距离 8mil 8mil

68 金手指倒角不伤到图形的最小距离 8mil 10mil

69 不相同网络孔壁之间最小间距 8mil 10mil

70 化学沉镍金焊盘最小间距 4mil 5mil

71 喷锡焊盘最小间距（无阻焊） 6mil（大铜皮内焊盘隔离10mil） 7mil（大铜皮内焊盘隔离10mil）

72 喷锡孔环到铜皮或线的最小间距（无阻焊）12mil 12mil

73 蓝胶与焊盘最小隔离 14mil 16mil

74 字符与焊盘最小隔离 6mil 8mil

75 碳油与焊盘最小隔离 10mil 12mil

76 碳油与碳油最小隔离 13mil 16mil

77 金属基板层数 1-4层 ≥2层的须单独评审

78
金属加工尺寸精度（含盲槽深度控制精
度）

±0.15mm ±0.15mm

79 金属基板PCB部分表面处理
喷锡、沉金（ENIG)、沉锡、沉银、OSP、化学镍钯金
（ENEPIG)

喷锡、图镀铜镍金（基材厚度≤2OZ)、沉金（ENIG)、沉锡、沉银
、OSP、化学镍钯金（ENEPIG)

80 导热材料导热系数 1-4W/mK 1-4W/mK

81 金属基板的耐压电压 500-5000V 500-5000V

82 金属基板工艺类型 金属夹芯、金属与FR-4混压 金属夹芯、金属与FR-4混压

83 内层板最小厚度 0.13mm 0.2mm

84 层数 1-30层 1-20层

85 喷锡：0.5-3.2mm 喷锡：0.5-3.2mm
86 非喷锡：0.3-6.0mm 非喷锡：0.3-6.0mm

87
喷锡：350×300mm（0.5≤板厚＜0.8mm），420×
350mm（0.8mm≤板厚＜1.2mm），

喷锡：350×300mm（0.5≤板厚＜0.8mm），420×350mm（0.8mm
≤板厚＜1.2mm），

88
非喷锡及喷锡（板厚＞1.2mm）板：双面550×
1000mm；四层板及以上500×600mm

非喷锡及喷锡（板厚＞1.2mm）板：双面550×1000mm；四层板及
以上500×600mm

90 金属基板：550*620mm 金属基板：550*620mm

序号 极限能力（样品） 极限能力（中小批量）

93
拼版方式：长宽尺寸≥5mm（异形的单独评估）；
单只方式：板内必须有1.5mm以上的定位NPTH孔

拼版方式：长宽尺寸≥5mm（异形的单独评估）；
单只方式：板内必须有1.5mm以上的定位NPTH孔

最大板生产尺寸

最小成品尺寸

间距

其它

项目名称

其它

V-CUT中心线到内外层线路图形距离
（mm）

板厚范围（成品厚度）



94
特殊表面处理（沉锡、沉银、OSP）单只尺寸长宽均＞
50mm，其中有一边要≥100mm，低于此尺寸要进行拼版
达到以上尺寸

特殊表面处理（沉锡、沉银、OSP）单只尺寸长宽＞50mm，其中有
一边尺寸要≥100mm，低于此尺寸要进行拼版达到以上尺寸

95 层间对准度 ≤5mil ≤6mil

96 板厚≤1.0mm：±0.1mm 板厚≤1.0mm：±0.1mm

97 1.0＜板厚≤1.6mm：±8% 1.0＜板厚≤1.6mm：±8%

98 板厚＞1.6mm：±10% 板厚＞1.6mm：±10%

99 无防焊整板喷锡成品铜厚最大 铜厚≤2OZ 铜厚≤2OZ

100 阻抗公差 ±5Ω（＜50Ω），±10%（≥50Ω） ±5Ω（＜50Ω），±10%（≥50Ω）

101 外形尺寸公差 ±0.1mm ±0.13mm

102 外形位置公差 ±0.1mm ±0.1mm

103 盲埋孔板或压合结构不对称板：1.0% 盲埋孔板或压合结构不对称板:1.0%

104 常规板：0.75% 常规板：0.75%

105 内层铜厚最大 4OZ（≤8层） 3OZ（≤8层）

106 绝缘层最小厚度 3mil（限HOZ基铜） 4mil（限HOZ基铜）

107 网版印刷字符线宽与高度最小
线宽5mil、高度25mil（1/3、1/2OZ基铜）；
线宽6mil、高度32mil（1/1OZ基铜）；
线宽7mil、高度45mil（2/2OZ基铜）

线宽5mil、高度25mil（1/3、1/2OZ基铜）；
线宽6mil、高度32mil（1/1OZ基铜）；
线宽7mil、高度45mil（2/2OZ基铜）

108 LDI喷墨打印字符线宽及高度最小
线宽4mil、高度24mil（1/3、1/2OZ基铜）；
线宽5mil、高度30mil（1/1OZ基铜）；
线宽6mil、高度42mil（2/2OZ基铜）

/

109 内角最小半径 0.4mm 0.4mm

110 V-CUT角度公差 ±5° ±5°

111 V-CUT对称度公差 ±0.1mm ±0.1mm

112 V-CUT残厚公差 ±0.1mm ±0.1mm

113 外形方式 铣外形、V-CUT、桥连、邮票孔、模冲 铣外形、V-CUT、桥连、邮票孔、模冲

114 底铜≤1OZ:3mil(绿色、蓝色）、4mil（其他颜色） 底铜≤1OZ:3mil(绿色、蓝色）、4mil（其他颜色）

115 底铜2-4OZ：8mil 底铜2-4OZ：8mil

116 绿油盖线宽度单边最小 2.0mil 2.5mil

117 阻焊油墨颜色 绿、黄、黑、蓝、红、白、哑黑、哑绿、哑蓝 绿、黄、黑、蓝、红、白、哑黑、哑绿、哑蓝

118 字符油墨颜色 白、黄、黑、灰、橙色（其它颜色可以用防焊油墨制作）白、黄、黑、灰、橙色（其它颜色可以用防焊油墨制作）

备注：

1.研发部每半年对该工艺能力参数进行修订；

2.该工艺能力参数供销售端及客户沟通时使用；

3.如对该工艺能力参数有疑问请及时与研发部联系。

制作：徐瑞国 201.3.06 审核：           

最小成品尺寸

其它

板厚度公差

阻焊桥最小宽度

翘曲度极限能力


